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WER WIR SIND

TEPROSA bietet als kompetenter und innovativer
Auftragsfertiger verschiedene Fertigungsprozesse
und Prifdienstleistungen in den Bereichen Laser-
Bearbeitung (Laserschneiden und Lasergravuren),
3D-MID und dem Testen und Priifen elektromecha-
nischer Baugruppen an. Wir fertigen anspruchsvaolle
Produkte mit hochsten Qualitdtsstandards flr die "
Automobilindustrie, die Medizintechnik, den Ma- Magdeburg Grandung
schinenbau und viele andere Branchen.
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Die 3D-MID-TECHNOLOGIE

EINE VIELSEITIGE ERGANZUNG ZUR LEITERPLATTE

WAs sIND 3D-MID?

Mechatronic Integrated Devices (kurz: 3D-MID) sind dreidimensionale elektronische Schaltungstrager,
die mit dem von der Firma LPKF patentierten LDS-Verfahren hergestellt werden und nahezu unbegrenz-
te Mdglichkeiten hinsichtlich Ihrer Gestaltung und Funktion bieten. So ermdglicht es die MID-Technologie,
dreidimensionale Kunststoffteile als Schaltungstrager flir elektronische oder mechatronische Baugruppen
zu verwenden.

WE WERDEN 3D-MID HERGESTELLT?

Grundkérper Strukturierung Metallisierung AVT/ Bestlickung

1K-Spritzguss Laserdirektstrukturierung  Galvanisch Reflow Ldten
3D-Druck + Lack Laser-Resist-Verfahren Chemisch Leitkleben
Frasen Drahtbonden

Die MID-Technik ist Gberall da stark, wo Miniaturisierung und Funktionsintegration gefragt ist. Zu den
wichtigsten Branchen gehoren die Telekommunikation, der Automobilsektor und die Medizintechnik.
Durch die hohe Gestaltungsfreiheit eignet sich die Technologie fir Sensorikanwendungen, 3D-Antennen
und 3D-Verdrahtungen. Aber auch Gehduse mit integrierten elektrischen und mechanischen Funktionen
lassen sich ideal mittels 3D-MID umsetzen.

TEPROSA
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ALLES AUS EINER HAND IM BEREICH 3D-MID

TEPROSA bietet Ihnen als Entwickler und Dienstleister im Bereich 3D-MID vom ersten Entwurf, (iber die
Erstellung eines Prototyps, bis zur Serienproduktion alles aus einer Hand.

PROTOTYPENFERTIGUNG SERIENFERTIGUNG

- CAD-Entwurf/ 3D-Layout - Vorserien, Kleinserien, GroBserien
- Fehlersuche & Debugging «  Qualitatsmanagement gem. ISO 2001
- Kostenglinstige Musterfertigung (3D-Druck - Organisation der gesamten Lieferkette

+ LDS-Lack, Spritzguss)

LDS (LASERDIREKTSTRUKTURIERUNG) MACHBARKEIT

. Laserdirektstrukturierung verschiedener . Zu einer Machbarkeitsuntersuchung gehort
Kunststoffe (LDS-fahig) als VVorbereitung die Optimierung des Bauteils, eine Parame-
flr eine anschlieBende Metallisierung terfindung und die Fertigung erster Muster.

. Mit LDS-Pulverlack beschichtete Metallteile

PROJEKT- UND LIEFERANTENMANAGEMENT

Wir kimmern uns in Ihrem Auftrag um die Abwicklung Ihres Projekts. on der Planung Gber die Beschaf-
fung bis zur Fertigung Gbernehmen wir alle notwendigen Absprachen, so dass Sie einen zentralen An-
sprechpartner fir Ihr Produkt haben. Dabei kénnen Sie sich jederzeit auf unseren hohen Qualitatsan-
spruch und unser Know-how verlassen.

teprosa.de




WEITERE LEISTUNGEN

TEPROSA arbeitet mit starken Partnern, um fur jede Anforderung die optimale Ldsung zu bieten. Gerne
organisieren wir fur Sie die gesamte Fertigungskette und kiimmern uns um alle Details der Fertigung.

METALLISIERUNG AVT/ BESTUCKUNG

- Chemische Metallisierung
«  Galvanische Metallisierung
- Metallisierung von Mustern und Prototupen

Reflow Léten

Leitkleben

Drahtbondbare Oberflachen
Bare Die- und BGA-Montage

TESTEN & PRUFEN LASER =RESIST-PROZESS

Validierung und Quialifizierung Alternative zum LDS-Verfahren

. Umwelt- & Klimasimulation - \Vollflachige Metallisierung

- Temperaturschockprifung mit Zustands- - AnschlieBende Offnung der Metallisierung
Uberwachung an den vorgesehenen Flachen

- Schadens- & Bauteilanalyse

3D-MID-APPLIKATIONEN

3D-Antennen (RFID, GPS, BT, 4G, 5G), Sensorhalter, Sensorikanwendungen, 3D-Umverdrahtungen, Ab-
schirmungen (EMV-Shielding), Beleuchtungsmodule, monolithische Integration

TEPROSA
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APPLIKATIONSBEISPIEL 3D-MID
RFID-KoMMUNIKATIONSMODUL

Das solarbetriebene 24-GHZ-RFID-Kommunikationsmodul mit in-
tegriertem Beschleunigungssensor fur industrielle Anwendungen
wurde fur das Institut fir Hochfrequenztechnik und Funksysteme

der Leibniz Universitat Hannover gefertigt. Dabei hat TEPROSA =

erfolgreich die Parameterevaluierung, Laserstrukturierung, Me- =

tallisierung, Bestlickung sowie das Testen & Prlifen des Bauteils _".";
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Funktion: RFID-Sensorknoten
Kunde: Leibniz Universitat Hannover
Aufgaben: Machbarkeitsuntersuchung, Aufbau von Mustern
Stiickzahl: 100 bestlickte Muster

teprosa.de
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LASERBEARBEITUNG

Unter Laserbearbeitung verstehen wir das Schneiden, Bohren und Beschriften von verschiedensten Ma-
terialien bis zu einer sehr geringen Dicke, sowie das gezielte Abtragen einzelner Schichten in héchster
Prazision.

MOoDERNSTE ANLAGENTECHNIK UND PRAZISION vom PROTOTYP BIS ZUR GROBSERIE

-'

LASERSCHNEIDEN

Laserschneiden ist gegendber konkurrierenden Verfahren wie etwa
dem Stanzen eine berlihrungslose, nahezu kraftfreie Bearbeitungs-
maglichkeit fir komplexe Aufgaben und so ideal fir besonders feine
Teile mit engen Fertigungstoleranzen geeignet.

Materialstarken von 0,05 mm bis 6,00 mm

Standardmaterialien: Edelstahl, Aluminium, Nickel, Titan, verschie-
dene Keramiken (Siliziumnitrid), glasfaserverstarkte Kunststoffe, |
Verbundwerkstoffe

Sondermaterialien mit Spezialeigenschaften auf Anfrage
Spotdurchmesser: 28 pm

Schneidgasunterstitzung (0, Druckluft, N,)

APPLIKATIONEN

Filter, Shims, Abstimmplatten, Schattenmasken, SMD-Schablonen, Di-
stanzbleche, Kalibrieranwendungen, Feinmechanik

TEPROSA
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LASERBOHREN

Durch den gezielten Einsatz gepulster Laserstrahlung realisieren wir feinste Bohrungen im Mikrometer-
bereich. Das Laserbohren ist dabei eine schnelle und prazise Fertigungsoption.

- Einpuls- und Perkussionsbohren

. Standardmaterialien: Edelstahl und Edelstahlfolien, verschiedene Keramiken (Siliziumnitrid), Glasfa-
ser, GFK, Sondermaterialien mit Spezialeigenschaften auf Anfrage

- GroBe Aspektverhaltnisse maglich, geringe Gratbildung, zuverlassige MaBkontrolle der Bohrungen

LASERBESCHRIFTEN
UND -STRUKTURIEREN

Dauerhafte, kontraststarke Laserbeschriftungen bei hoher Flexibilitat.
Ahnlich dem Laserdirektstrukturieren kénnen sehr kleine Bauteile und
diverse Materialien durch den Einsatz der Lasertechnologie prazise be-
schriftet werden. So lasst sich eine dauerhaft gut lesbare Kennzeich-
nung des Bauteils generieren.

. Beschriften lassen sich nahezu alle Metalle und Kunststoffe, so-

wie eine Vielzahl anderer Materialien.

APPLIKATIONEN

Dauerhafte Beschriftung von Bauteilen mit Seriennummern, QR-Codes
und weiteren relevanten Produktdaten

teprosa.de
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APPLIKATIONSBEISPIEL LASERSCHNEIDEN
SMD-ScHABLONEN

’
Schablonen fur héchste Qualitatsanspriiche und optimale
Passgenauigkeit
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APPLIKATIONSBEISPIEL LASERSCHNEIDEN

B

SHIMS-BLECHE/ ABSTIMMPLATTE... .

Shims, oder auch Shims-Bleche / Distanzbleche / Abstimmplatten ™
werden zum Ausgleich von Toleranzen, die in der Fertigung auf=
treten verwendet. So lassen sich Komponenten und Produkte im.. ...
Vorrichtungsbau, an Maschinen und im Automobllemfg_‘ch kosten-
gUnstig und mit hoher Prazision ausglemhen : NS——
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Funktion: Toleranzausgleich
Kunde: Diverse Automobil, Maschiner
Aufgaben: Serienfertigung, Laserschneiden, En

Stiickzahl: Kleine, mittlere und groBe Stlickzahlen

teprosa.de
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VALIDIERUNG & QUALIFIZIERUNG

Wir fihren Umweltsimulationspriifungen zur Validierung und Qualifizierung elektromechanischer Bau-
gruppen nach Kunden-, Normen-, oder Lastenheftanforderung durch. Dabei kann durch die Kombination
verschiedener Einzelpriifungen jegliche Art von chemischer, physikalischer oder sonstiger Belastung der
Umwelt auf das Produkt simuliert werden.
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UMWELT- TEMPERATURSCHOCK-
KLIMASIMULATION PRUFUNG

UNsER EQUIPMENT: UNSER EQUIPMENT:

Klimakammern mit optionaler Vibrationsprifung « 2-Kammer-System Luft-Luft
Priafraumvolumen bis 390 Liter « Prufraumvolumen bis 130 Liter

Tmin: -70°C, Tmax: 180°C - Temperaturbereich Warmkammer: 50°C -
Temperaturgradient mind. 5K/min 200°C

Betauungsanalyse Temperaturbereich Kaltkammer: -80°C - 100°C
Harmonische Anregung und Rauschprifung Wechselzeit zwischen den Kammern <15 sec
maoglich Maximales Prifgutgewicht 25 kg

ZUSTANDSUBERWACHUNG

Im Rahmen unserer Validierungen und Qualifizierungen ermaglichen wir die elektrische Zustandstiber-
wachung der Priflinge nach vorheriger Absprache mit Ihnen und nach Ihren Vorgaben.

Temperatur- e ~  | Temperatur-

schockpriifung: ¢ = schock-
LotzerrGttung l : B priifung: Nach
nach Thermo- ; 2.000 Zyklen

schocktest Thermoschock-

test

TEPROSA
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SCHADENS- UND BAUTEILANALYSE

Wir unterstiitzen Sie gerne bei der Aufklarung von Schadensfallen und Feldausfallen.

RONTGENANALYSE/
CT-RONTGENANALYSE

UNsER EQUIPMENT:

Réntgenanalyse mit CT-Option

Max. Beschleunigungsspannung 180 kV
Réntgenleistung 8W

CT-Aufnahmen fir kleine Proben maglich

REM- unp EDX-
ANALYSEN

UNSER EQUIPMENT:

SE und BSE Detektor
Bruker EDX zur Elementanalyse von Bor bis
Uran

REM- und
EDX-Analysen:
X-Ray Void-
Analyse

teprosa.de

RONTGENFLUORES-
ZENZANALYSE

UNSER MOGLICHKEITEN:

Zerstorungsfreie  Elementanalyse  und
Schichtdickenmessung unter Normaldruck
Analyse von Materialzusammensetzung
Elementebereich von Aluminium bis Uran

WEITERE ANALYSEN

Schliffbildanalyse

Scher- und Pullversuche
Kontaminationspriifung
Dichtigkeitsprifung

SIR-Test

Priifung der elektrischen Sicherheit (Durch-
schlagsfestigkeit, Isolationspriifung)

SIR-Test:
Ausbildung
eines Zinn
Dendrits




APPLIKATIONSBEISPIEL RC’)NTEN
BAUTEILINSPEKTION

Inspektion von Flgestellen an einem Bauteil.
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APPLIKATIONSBEISPIEL TESTEN & PRUFEN
DEHNUNGSMESSUNG AN

LEITERPLATTEN

Werkstoffe und Bauteile sind standig der Einwirkung von mechani-
schen und thermischen Einflissen ausgesetzt. Auch Leiterplatten
und elektronische Baugruppen mussen wahrend ihres Lebenszy-
klus verschiedensten Belastungen aushalten.

Insbesondere wahrende der Herstellung und bei der Montage ftih-
ren Dehnungs- und Biegebelastung zu systemischen Baugrup-
penausfallen und damit zu erhéhtem Ausschuss im Feld.

Bei einer Dehnungsmessung (auch DMS-Applikation oder DMS-
Dehnungsmessung) werden Verformungen die durch eine Deh-
nung des Werkstoffs hervorgerufen messtechnisch erfasst und
sichtbar gemacht. Man spricht auch von experimenteller Span-
nungsanalyse.

Aufgabe: DMS-Applikation (Dehnungsmessung)

in der Fertigung

Kunde: Buhler Motor GmbH







TEPROSA GmbH
Paul-Ecke-StraBe 6
39114 Magdeburg
0391 83817790

anfrage@®teprosa.de




